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1 INTRODUCCION

1.1 Antecedentes Histéricamente, la industria de las tarjetas impresas se ha basado en las especificaciones y directrices militares
para definir los métodos de embalaje para preservar la calidad y fiabilidad de las tarjetas impresas durante el envio y el almacenamiento.
Sin embargo, muchos de estos documentos son obsoletos, incompletos, no abordan procesos de ensamble sin plomo, o no cubren
laminados mas nuevos ni acabados finales.

1.2 Alcance Este documento ofrece sugerencias para el manejo adecuado, materiales y métodos de embalaje, condiciones
ambientales y de almacenamiento para tarjetas impresas. Estas directrices estdn disefladas para proteger las tarjetas impresas contra
la contaminacidn, dafio fisico, degradacion de la soldabilidad, descargas electrostéticas (ESD) (cuando sea necesario) y absorcion de
humedad. La humedad absorbida en placas de circuitos impresos laminados se expande a temperaturas de soldadura y, en algunos
casos, la presion de vapor resultante puede causar una delaminacion interna o una tension excesiva en las paredes de los orificios
metalizados y en otras estructuras. Esto es especialmente exigente con las temperaturas mds altas usadas para la soldadura sin plomo.

Este documento cubre todas las fases, desde la fabricacién de la tarjeta impresa hasta su entrega, recepcién, almacenamiento, montaje
y soldadura. Como guia, esta informacidn se utiliza con, y es derivada de, los requisitos establecidos en documentos como la serie
IPC-4550 para acabados finales.

1.3 Aplicacion El publico objetivo incluye a todos aquellos involucrados en todas las fases del disefio de la tarjeta impresa, su
fabricacién, montaje, envio, almacenamiento y posibles actividades de garantia. La informacion del presente documento ha sido
suministrada para todas estas funciones.

1.4 Términos y definiciones La definicion de todos los términos usados en este documento son los especificados en el IPC-T-50 y
tal como se definen en los puntos 1.4.1 hasta 1.4.6.

1.4.1 Tarjeta indicadora de humedad (HIC) Un indicador de la humedad relativa en forma de una tarjeta con unos puntos impresos
de un producto quimico sensible a la humedad, normalmente en forma de puntos redondos colocados en una fila, cada uno cambiando
de color a una humedad relativa cada vez m4s alta. El color cambiard (dependiendo del producto quimico, o de azul a rosa, o de
marrén a azul celeste) cuando la humedad supera el valor indicado en el punto. Cuando la humedad disminuye, el color vuelve a
cambiar a su tonalidad original (a azul o marrén).

1.4.2 Bolsa de barrera de humedad (MBB) Una bolsa disefiada para restringir la transmisién de vapor de agua y usada para
empaquetar dispositivos sensibles a la humedad. Una MBB estd hecha de material con una baja velocidad de transmision de vapor
de agua (WVTR) (ver 4.2.1). Una MBB incluye una capa metalizada (aluminio), haciendo que la bolsa parezca brillante y opaca.

1.4.3 Subcompuesto Una laminacidn secuencial, una estructura compuesta por mds de dos capas que han sido laminadas juntas y
que posteriormente se laminardn con otras capas en una tarjeta impresa completa.

1.4.4 Velocidad de transmision del vapor de agua (WVTR) Una medida de la permeabilidad a la humedad de la pelicula de pldstico
o del material de la pelicula de plastico metalizada, una clasificacién importante para bolsas de barrera contra la humedad (MBB).

1.4.5 Libre de azufre Sustancias quimicas que son improbables de formar compuestos sulfurosos corrosivos como H,S o SO,.

1.4.6 Embalaje en seco Embalaje que consta de material desecante y una tarjeta indicadora de humedad (HIC) sellada con las
tarjetas impresas dentro de una bolsa de barrera de humedad (MBB) (ver 4.3.1).

1.5 Cambios en el nivel de revisién Los cambios que se incorporaron en la revisién actual de esta norma se indican a través del
sombreado gris de las subsecciones pertinentes. L.os cambios en una figura o tabla se indican mediante el sombreado gris de la
cabecera de la figura o tabla y del contenido aplicable.






